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Esta invencidn se refiere 2 materiales aislantes
eldctricos nuevos y mejorados. lids particularmente, la
invencién se refiere a materiales aislantes eléciricos
nuevos y dtiles que se caracterigan por propiedades me-
cdnicas y eléctricas mejoradas.

Son bien conocidos los materiales a base de
resinas polidster asi como combinaciones de tales materia
les con resinas epoxidicas en aplicaciones de aislanmien
to eléctrico. Asfmismo son bien conocidas composiciones
de tales resinas polidster-epoxidicas que pueden secarse
para dar una superficie relativamente no pegajosa, cuan
do ge aplican a cintas y similares y mds tarde se curen
adecunadanente hasta alcanzar un estado final infusible.
Sin embargo, se ha enconitrado generaliente que la coin-
binacién de propiedades mecdnicas y eléetricas satisfag
torias en un material es diffecil de comseguir. S5i bien
es relativamente fécil obtener materiales que, cuando
se aplicaen a c¢intas y se secan son flexibles y mecédni-
camente deseableé, se ha encontrado que tales materiales,
cuando se convierten en el estado final infusible son
deficientes en propiedades eléetricas. Andlogamente, se
ha encontrado que los materisles disefiados para dar bue
nas propiedades eldetricas son deficientes en vropieda-
des mecédnicas.

En resumen, la presente invencidn comprende
una mezcla de un material a base de poliéster saturado
rico en dcido-resina epoxidica-poli(acetal vinflico), ¥y
une. carga finamente dividida,

T{picamente, el polidster rico en dcido de la

resente invencién se prepars a partir de aproximadamen
iy A
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como dcido adipico, hasta 255 en moles de un deido aro-

médtico tal como deido isoftdlico, 35 a 45 en moles de
un diol representado tipicamente por propilenglicol, ¥
desde aproximadamente 1 a 10% en moles de un triol repre
sentado tipicamente por trimetilol propano, junto con
trazas de un material tal como fosfito de trifenilo como
catalizador.

Utiles como decidos alifdticos saturados adends
del écido adipico son los dcidos sebdcico, azelaico, su
bérico, y dodecancico, entre otros, los cuales tienen
en gencral une longitud de cadena carbonada de dos como
minino, como saben los expertos en la técnica. Un lugor
del 4cido isoftdlico es Uil el doido tereftdlico o mez
clas de los deidos iso~ y tcreftdlico, asi como alcohnil
dsteres inferiores de estos deidos. Son dtiles cuales-
quiera de losd¢,W-dioles alifdticos que tienen una lon-
gitud de cadena carbonada coamprendida aproximadamente
entre 2 y 15, preferiblemente de 2 a 5, incluyendo, entre
otros, ademds del propilen glicol, el neopentil-, etilén-,
ly4-butano~ y otros dioles y inezclas de los misiios. Uti
les en mezcla con o0 en lugar del trimetilol propano son
glicerina, isocianurato de tris(2-hidroxietilo) (THSIC),
trimetilol etano, sorbita, monita, pentaeritrita, digli
cerina, dipentaeritrita, y mezclas de los misqos.

Cualesquiera de las resinas usualeslepoxidicas
o etoxilinicas que tienen grupos epoxidicos 1,2 son dti
les en conexidn con la presente invencién. Se incluyen
entre ellas el usual Bisfenol-A, las resinas epoxidicas

de diglicidil éter, y las derivadas de poliolefinas o
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en la téenica. Entre otras resinas epox{dicas dtiles se

hallan las denominadas resinas epoxidicas de novo-laca
¥y las resinas epoxidicas cicloalifdticas. Entre las re
sinas epoxidicas especificas Utiles se hallan Epon £26
de la Shell Chemical Company, que es un diglieidil éter
1fquido de Bisfenol-A que tiene un peso equivalente epo
x{dico comprendido entre 135 y 192, Epon 1002 es un pro
ducto de reaccién del diglicidil éter de Bisfenol-A nor
malmente sélido que tiene un peso equivalente epoxidico
couprendido aproximadamente entre 875 y 1025, ILas resi-
nas epoxidicas de novolaca estdn tipiiicadas por Dow DiN
438 que tiene un peso equivalente epoxidico de aproxi-
madanente 175 a 182. También son dtiles las resinas epo-
xidicas cicloalifdticas tales como Union Carbide 3LA
4221, con un peso equivalente epoxidico de 126 a 140 y
BRLA 4201, que tiene un peso equivalente epoxidico com~
prendido aproximadamente entre 145 y 156.

Ti{pico enﬁre los materiales de poli(acetal vi
nflico) dtiles en conexién con la presentec invencidn es
un waterial vendido como “iorwver 7/95L" por la Shoawini-
gan Jesins Corporation. sste material contiene desde
aproximadaunente 5 a 6,5 en peso de hidroxilo expresado
como porcentaje de poli(aleoiol vinflico), y de 9,5 a
13.: de acetato expresado como poli(acetato de vinilo),
¥y aproximadamente {2, de contenido en forual, expresado
como poli(formel vinilico). Bl peso moleculsr de este
material estd comprendido, por itérmino medio, entre apro
ximadamente 16,000 y 20,000, y la densidad relativa es

1,227, Otro material de este tipo, dtil en relacidn con

-4 -
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le presente invencidn, es "Formvar 15/95 EV. Este material
tiene un peso moleculer comprendido aproximadamente entre
24.000 y 40.000, un contenido de hidroxilo, expresado cQ
mo porcentaje de poli(aleohol vinilico) de 5,0 a 6,0%,

un contenido de aceteto expresado como porcentaje de poli
(acetato de vinilo) comprendido entre 9,5 y 13,0%, y un
contenido de formel expresado como porcentaje de poli(for
mal vin{lico) de eproximedamente 82%, esi como una densi-
dad relativa de 1,227. Son también Gtiles mezclas de tales
materiales.

Preferide entre las cargas de éxidos metélicos
finsmente divididos, es un cuarzo ahumedo tal como Cab=O-
-8il, febricede por la Godfrey L. Cagbot Company. Son tam
bién Gtiles los silicetos Miero-Cel, preparados por Johns-
~-Manville Company, materisles Attagel semejantes a las
arclllag, preparados por la Minerels and Chemicals Corpo
ration, bentonita, y otros materieles inductores de tixp
tropie que serén conocidos por los expertos en la técnica.

Los ejemplos que siguen ilustran la preparacidn

de los diversos componentes de la presgente invencidn y
los componentes de los mismog, y no deben congiderarse
como limitativos en maners alguna. Todas las partes, a
no ser que se indique otra cosa especificamente, se ex~-
pregsan como partes en peso.

Bjemplo 1

Se prepard un poliéster que tenis una relacidn

de hidroxilo & carboxilo de 1 a 1,081, haciendo reaccig
nar juntes 547 partes dg écido adipicoy 224 partes de &
cido isoftélico, 317 partes de propilenglicol, 43 partes
de trimetilol propeno, y 1,7 partes de fosfito de trife-

-5 -
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nilo como cetaelizador dursnte 18 horas s 2252¢ & hasta
que el materiel tenfa un nimero de acidez de 76,3 y un pe
g0 equivalente tedrico de 4cido, basado en cerboxilo, de
1077.

Ejemplo 2

Se repitid el ejemplo 1 utilizendo, en lugar
del trimetilol propeno, 83,4 pertes de THEIC, llevéndose
& cabo la regccién heste el momento en que el nimero de .
acidez fuéd de 78,3+ La relacidn de hidroxilo a carboxilo
fud de 1 a 1,09. Bl peso equivalente tedrico de &cido,
besado en carboxilo, fué de 1121.

Ejemplo 3

Se repitid el ejemplo 1 utilizando 485 partes
de écido sebdeico, 398 partes de dcido isoftdlico, 243 par
tes de propilenglicol, 78,3 partes de trimetilol propano
y 1,2 parteg de fosfito de trifenilo, teniendo el mate-
rial resultante un nﬁmerq de acidez de 56 y una relacién
de hidroxilo a carboxilo de 1 a 1,32.

Hablando en términos generales, de acuerdo con
le presente invencidn, se combinan de 30 a 90 partes, pre
feriblemente de 45 a 65 partes, de polidster rico en aci-
do, de 10 a 70 partes, preferiblemente de 35 a 55 partes,
de la resing epox{dica, junto con 50 a 250 partes, prefe
riblemente de 100 a 200 partes, de solucidén de poli(ace-
tel vinilico), y de 0,1 a 10 partes, preferiblemente Qe
0,5 a 3 partes, de la carga finamente dividida junto con
les centidades ususles de acelerador del curado de la
reging epoxidica, si se desea, normalmente de 0,5 a 5%,
preferiblemente de 1 a 3%, basado en el peso de la resi-

na epoxidice. La solucién de poli(acetel vinilico) ubili

-6 -
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zada es una solucibn al 10% en peso de poli(acetal vini-
lico), espec{ficamente Formver 15/95E, en wna solucidn

de 60% en peso de tolueno, y 40% en peso de etanol. Pue-
den utilizarse otras concentraciones para proporcionar la
cantidad requeride de poli(acetal vinflico). Los ejemplos
que siguen ilugtran le preparacién de productos intermedios
para las composiciones de recubrimiento de la presente in
vencidn.

Ejemplo 5

Se combinaron 60 partes del poliéster rico en
dcido del Ejemplo 2, 40 partes de resina epoxidica de
novolace DEN 438, 67 partes de tolueno y 0,4 partes de oc
toato estannoso como acelerador.

Ejemplo 6

Se combinaron 50 partes del poliéster rico en
geido del Ejemplo 2, 25 partes de resina epoxidica de npo
volaca DEN 438 y 25 partes de Epon 1002, 67 partes de to
lueno y 1,0 partes de octoatoestannosgo.

Ejemplo 7

Se combinaron 48,5 partes del poliister rico en
dcido del Ejemplo 2, 51,5 partes de una mezcla de partes
lguales en peso de Epon 1002 y 1004, 67 partes de tolueno
¥ 1,03 partes de octoato estannoso.

A log materiales de los Ejemplos 5, 6 y T ante-
riores se afladieron cantidades variables de cuerzo ahumg
do y poli(acetal vinilico), o ambos, aplicéndose como re-
cubrimiento los meterisles resultantes sobre planchas de
acero y curiandose a 1602C durante 10 horas. Se determing
ron el factor de disipacidn y la capacitancia del material

curado a 0,39 volts/micra y a 1309C. En la Tabls I siguien

-7 -
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te se presenten los resultados de los ensayos de tales ma

teriales.
Tebla I

Resi Partes en Partes en Peso FPactor Capacl

na _ Peso de de Poli(acetal  de tancia

Ejem- cuarzo ahu vinilico) afiadi Disipa (pf) x
Ej. plo mado AfadTdas des (s6lidos) cién,% 100

8 5 1,67 - 12,50 16,39
g 5 - - 14,60 17,65

10 5 1,67 8y 35 2,90 3,03
11 5 - 8,35 12,10 4,48
12 5 1,67 16,70 4,35 2,92
13 5 - 16,70 - 10,66 3,07
14 6 1,67 - 3,90 9,46
15 6 - - 4,44 10,14
16 6 1,67 8,35 1,10 2,98
17 6 - 8,35 14,00 3,96
18 6 1,67 16,70 1,56 2,52
19 6 - ‘ 16,70 21,50 3,01
20 7 0,84 - 10, 30 6455
21 7 - - 20,00 7,26
22 7 0,84 8y 35 9,75 2,69
23 7 - 8,35 82,00 4,97
24 1 0,84 16,70 15,14 2,84
25 7 - 16,70 88,00 5,06

De la obscrvacidn de la tabla anterior se deducird
que el ugo de poli(acetal vinilico) exclusivamente reduce
en realidad el factor de disipacidn y la cepacitancia de
los materiales base. Andlogamente, el uso de la carga fi~

namente dividide reduce los valores del factor de disipa=-

-8 =
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cidn y de la capacitancia. Se observaré particularmente
que el empleo de la carga finagmente dividida y del poli(g
cetal vin{lico) produce una mejora notzble en el factor

de disipacién y le capacitanciam, en comparscién con los
cag08 en que se utiliza Unicamente uno de egtos materielés
o ninguno de ellos.

Ademés de su efecto favorable gobre las caracte
r{gticas eldctricas de la presente invencidn, la adicidn
del poli(acetal vinilico) produce un material que, en par
ticular cuando se aplica a cintas fibrosas, papel de mica,
etcétera, proporciona en su estado seco pero gin cursr un
recubrimiento que es al mismo tiempo flexible y no pega=
Joso, de tal manera que la cinta puede splicarse fcil--
mente a conductores eléctiricos o como ung cinta de acebe=-
do para conductores eléctricos ya aislados. Asi, los ma-
teriales del tipo presente que no contienen neda de poli-
(acetel vinilico) cusndo se aplicen como recubrimiento sg
bre cintas de tele de vidrio o cintas de resinas sinté——
ticas, o combinaciones de reginas sintéticas y vidrio, una
vez secos duranie incluso 2 horas a 1259C eran todavia pe
gajosos y diffciles de menipuler. Por el contrario,cuando
ge utilizé el materiasl de poli(acetel vinflico) de acuerdo
con la presente invencidn, tal secado produjo cintas que,
el mismo tiempo que eran flexibleas, presentaban poca o
ningung adherencia y se envolvien o enrollaban facilmente
alrededor de los conductores eléctricos. Ademds, la vida
Gtil de almacenamiento de las cintas aqui consideradas es
superior a un afio. Por otra parite, las cintas recubiertas
e impregnedas con los materisles anteriores poselan pro-
pledades eléctricas del mismo orden que lag enteriores.

Bl tiempo de curado depende de ls temperatura. Por ejemplo,

-9 -
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une cinta de vidrio recubierta con el material del Ejem=
plo 6, cusndo se curd durente 6 hores a 1602C tenia un
fector de disipacidn de 18,3% y une capacitencia de 2,95

a 1302C. Particularmente las cintas de tejido de vidrio o
que conbienen material de vidrio, recubiertas e ilmpregnades
con lag presentes reginas, si bien son (tiles como siste-
ma de aislamiento eléctrico completo, en y por si mismas
gon particularmente Gtiles como cintas de armadura que pug
den arrollarse alrededor de conductores eléctricos ye alg
lados con cintzs usuales. As{, los presentes materiales
pueden utilizarse para tratar aisglamlentos de papel de
mica y también la cinta de armadura utilizada sobre el ailg
lamiento.

Asi pues, por la presente invencidén se propor-
cionan composiciones que son particulermente Gtiles para
preparar ointas de aislamiento eléctrico y de armedurs
que pueden splicarse facilmente en su estado seco, pero sin
ourer, y que, une vez curadas, se caracterizan por propie
dades mecénicas y eléctricas satigfactorias.

Le presente solicitud, que corregsponde a la pre
gentade en Bstados Unidos de Américe, el 22 de Agosto de
1.968, bajo el N2 754.712 se acoge & los beneficios del
Articulo 51 del vigente Esgtatuto sobre propiedad Industri

al.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten~-
te de Invencidn en Espefia, por VEINTE afios, son los siguien
tes.

1o~ Un procedimiento de prepasrar una composicién
de aislamiento eléctrico que comprende mezclar nitimemen-
te un polidster saturado rico en dcido, una resina epoxi-
dica que contiene grupos epoxfdicos 1,2 poli(acetal vini-
lico) y carge finemente dividida.

2.~ Un procedimiento como el indicado en la rei-
vindicacidn 1 en la que los ingredientes se incorporan en
partes en peso en la cantidad de 30 a 90 partes de polids-
ter, 10 a 70 partes de resina epoxidica, 50 a 250 partes
de poli(acetal vinilico) como una solucién al 10% en disol~
vente, y 0,1 a 10 partes de carga finamente dividida.

3e= Un procedimiento como el indicado en las
reivindicaciones 1 & 2, en la que los ingredientes se
incorporan en partes en peso en la cantidad de 45 a 65
partes de polideter, 35 a 55 partes de resina epoxidiea,
100 a 200 partes de poli(acetal vinflico) como une solu-
cidn al 10% en disolvente, y 0,5 a 3 partes de carga fi-
namente dividida:

4,~ Un procedimiento como el indicado en las
reivindicacjones 1l-3, en la que dicho poliéster compren-
de sl producto de la reaccidn entre aproximadamente 20
a 50% en moles de un dcido alifdtico saturado, y una
cantlidad efectiva de hasta 25% en moles de un Acido aro-

nmético selecionado de entre dcido isoftdlico, dcido teref-
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télico, alcohil ésteres inferiores de los mismos, y mez-
clas de los mismos, y aproximademente 1 a 10% en moles
de un triol.
5.~ Un procedimiento como el indlcado en la
> reivindicacidn 4, en la que dicho triol es isociamurato
de tris(2-hidroxietilo).
6o Uh‘procedimiento como el indicado en la
reivindicacién ) que comprende incorporar de 50 a 90
partes de polidster rico en decido, y de 10 a 50 partes
10 de resina epoxidica 1{quida que tiene grupos epoxidicos
1,2
T.~ Un procedimiento de preparar una composi~
cién de aislamiento eldctrico.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que
15 antecede, representado en los dibujos que se acompaiian
¥y con los fines que se hen especificado.
Esta Memoria consta de doce hojas escritas a

mdquina por una sola cara,

% usarta, .4, 10 MAR1OTY
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